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KONTAKTIERUNG ELEKTRISCHER VER-

BINDUNGEN

Elektronische Komponenten und Bauteile werden
immer kleiner und leistungsstarker, wodurch auch die
thermische Belastung zunimmt. Dies verkurzt oftmals
nicht nur die Lebensdauer, sondern verringert auch die
Performance der Komponenten. Bei vielen Anwendun-
gen, beispielsweise in der Computer- und Sensortech-
nik oder bei der Herstellung leistungsstarker Batterien,
ist eine effiziente Warmeableitung bei gleichzeitiger
elektrischer Isolation gefragt. Neben diesen Eigen-
schaften bieten Klebstoffe die Méglichkeit der form-
schlUssigen und mechanisch stabilen Leichtbauweise.

Miniaturisierung und steigende Leistungsdichte pragen
die Elektronik wie kaum ein anderes Feld. Entscheidend
sind dabei punktgenauer Materialauftrag in komplexer
Bauteilgeometrie, schnelle Aushartung und eine form-
schlissige und langzeitbestandige Materialverbindung.
Besonders im Hinblick auf klassische Létverfahren sind
niedrige Aushartetemperaturen, geringer elektrischer
Ubergangswiderstand und verlassliche Performance auf
flexiblen, temperatursensiblen Substraten gefragt.

Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren:

+ Auftrag per Siebdruck & Jet-Dosierung moglich Elektrisch leitfahige Klebstoffe von Hoenle zeichnen sich

Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren: + Schnelle Aushartung (Snap Cure) und durch einen geringen Schrumpf, gute Haftung auf Leiter-

« Warmeableitung bei gleichzeitiger mechanischer Thermodenhartung (Hot Press) realisierbar platten (PCBs) und Metallen (Kupfer, Silber), sowie hohe
Befestigung durch formschlussige Verbindung  Flexible, mechanische & temperaturstabile chemische, mechanische sowie thermische Bestandig-
unterschiedlicher Bauteile Verbindung keit aus und sind fur einen Anwendungsbereich bei

* Hohe lonenreinheit + Hohe lonenreinheit (korrosionsbestandig) Temperaturen zwischen -40 und 200°C geeignet.

+ Gute Medienbestandigkeit
+ Lésemittelfrei
+ Hohe Haftbestandigkeit
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Eigenschaften

warmeempfindliche 80.000 - 90.000 RT/

Panacol bietet eine grofe Auswahl an warmeleitenden Elecolit® 3025 Bauteile Rheometer 10s]  2KEpoxid e h >16 107 Aushértung bei Raumtemperatur
Klebstoffen: Das Spektrum erstreckt sich tber 1- und
. . . . A . 1500 - 3.500 . . Gutes FlieBverhalten, niedrige
2-komponent|ge Klebstoffe mit unterschiedlichen Elecolit® 3043 Automotive Sensors Rheometer. 108~ 1K-Epoxid thermisch 18-22 1074 Viskositat g
Aushartebedingungen. R o Folienkontak
. _ eeignet fur Folienkontaktierung,
Elecolit® 3648 Photo(vcz:lfzalsgir;eittach Fleﬁgc?r‘r?et;?%ig 1K-Epoxid thermisch 3-4 1074 Aushartung mit Thermode, Aushar-
Die Klebstoffe sind fur einen Anwendungsbereich bei g b ETE
M o M .
Temperaturen zwischen -40 und 200°C geeignet. Elecolit® 3653 Autot:\):tei\:gaslghsors Rﬁgc?rge_tg?gso_ 1K-Epoxid thermisch ~ 18-22 1073 Fur flexible Substrate geeignet
. Hohe Glastubergangstemperatur
q SMD Packaging, 5.000 -15.000 . . 5 : ;
Elecolit® 3655 ; ~ 1K-Epoxid thermisch  85-95 1074 (Tg - 150°C), ionenrein (semicon-
- - LED Die Attach Rheometer, 10s ductor grade)
ermisc . ey
AL typ. Anwendun Viskositat .
leitfahige A P " bi % ) izal) Eigenschaften Elecolit® 3656 SMD Packaging, 50000-70000 | oo L h 35-45 3 Standfest, hohe Dimensionstabi-
Klebstoffe INCDOUDESSERICTS LED Die Attach Rheometer, 10s™ P ! ' 10 litat, fur Jetting geeignet
; Sensorverklebung 12000 - 20000 ; ; ke " flexible Schaltungstrager, 20000 - 40.000 Standfest, hohe Dimensions-
Elecolit® 6601 13-15 1K-Epoxid thermisch  07-09 Exzellente Metallhaftung, hohe Festigkeit ® gstrager, . O0C a ; f _ _3 . | !
Vergussmasse LVT, Sp. 4/6 rom P 8 g Elecolit® 3661 Die Attach Rheometer, 10s [ERoxc Leetnisel 18-22 10 stabilitat
Sensorverklebung . e
] 20000 - 40000 ) ' Exzellente Metallhaftung, sehr gute 45,000 - 55000 Sehr gute elektrische Leitfahigkeit,
® - | - . A A . . . . . .
Elecolit® 6603 VeArgussma'sse, Rheometer, 10s 14-24 TK-Epoxid thermisch 12-14 Vibrations- & Temperaturbestandigkeit Elecolit® 3662 Power Module Rheometer 108~ TK-Epoxid thermisch 5-6 107° fur Jetting geeignet, geringe
QIomotve ' Abrasivitat
A Magnet- und Kuhlkérper-  55.000 - 75.000 . . Medizinisch zertifiziert nach ISO
® - & -
Elecolit® 6604 verklebung Rheometer, 10s™ 12-17 1K-Epoxid thermisch 09-11  Bxellente Metalhaftung Elecolit® 323 Medizintechnik pastos 2K-Epoxid ~ thermisch 3,8 -42 1074 10993-5, ionenrein (semiconductor
grade)
Brennbarkeitskategorie nach UL-94:
Elecolit® 6608 viﬁii\i:t?\fese %igggét;?ﬁggo 12-14 1K-Epoxid thermisch 1-12 VO, hohe thermische Bestandigkeit Tg Elecolit® 325 Luft- und Raumfahrt- astos 2K-Epoxid RT/ 28-39 3 Geringer Fadenzug, geringer
! =140°C technik P P thermisch . . 10 Volumenwiderstand bei RT-Hartung
q q 40000 - 55.000 . uv/ Standfest, hohe thermische Bestandig- : : s
Vitralit® E-1671T NTC Glob Top 3 85-10  1K-Epoxid ! 07-09 : o EMV-Schutz/Ableitung, . e RT/ _ Gute Leitwerte bei Hartung per
Rheometer, 10s thermisch keit, hoher Tg bl Elektr. Kontaktierung pastos 2KCEpOXId -y isch | 28732 [ Raumtemperatur
. ESD-Schutz, Heizele- 1000 - 2000 RT/ ) . R
® 4 = & o -3
Elecolit® 342 e SRS Ry 1 1K-Acrylat thermisch 18-22 10 Geringe PartikelgroRe
Elecolit® 414 Luft- und Raumfahrt- 6.000 - 1540001 IK-Polyester  thermisch 3.4 o4 Flexibel, hohe Chemikalienbestan-

technik Rheometer, 10s™ digkeit



ANWENDUNGS-
BEISPIELE

DIE ATTACH

Die Attach ist einer der wichtigsten Prozesse bei der
Montage von mikroelektronischen Komponenten. In
diesem Prozess wird eine Halbleiterkomponente (z.B.
Mikroprozessor) auf einem Schaltungstrager (z.B. PCB)
befestigt. Elektrisch leitfahige Klebstoffe bieten hier
die Moglichkeit, formschlUssige mechanische Stabilitat,
elektrische Kontaktierung und thermische Leitfahigkeit
zu verbinden und somit entscheidend die spatere Per-
formance und Zuverlassigkeit des gesamten Bauteils
zu optimieren. Variabel einstellbare FlieReigenschaften
ermoéglichen zudem einen punktgenauen Auftrag mit-
tels Siebdruck oder Jetting.

Aufgrund niedriger Aushértetemperaturen sind elek-
trisch leitféhige Klebstoffe besonders fur flexible und
temperatursensible Substrate (Flex PCB) geeignet.
Zudem weisen sie eine hohe chemische, mechanische
und thermische Bestandigkeit (z.B. gegen Reflowpro-
zesse) auf.

WARMEABLEITENDER VERGUSS Thermisch leitfahige Klebstoffe sind chemisch har-

tende Systeme, die im nicht ausgehérteten Zustand
eine niedrige Viskositat und gute FlieReigenschaften
aufweisen. Dies ermdglicht punktgenaues
Dosieren, EinflieRen des Klebstoffes in
Kavitaten und Spalten sowie eine gute
Oberflachenbenetzung mit form-
schlussiger Spaltuberbrickung,
die Unebenheiten der Fuge-
teiloberflachen ausgleicht.
Ein passender Klebstoff
garantiert nicht nur gute
Warmeableitfahigkeit,
sondern auch eine
hohe Klebkraft zwi-
schen unterschied-
lichsten Materialien.
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